
特　徴

Design concept & Performance　

バイオベース炭素含有率炭素循環の考え方

ラインナップと粘着力（180°ピール/せん断引張）

LCAにおけるCO2排出量 (弊社計算値)  

Aim to “CO2 closed loop”
⇒Switch to bio-based raw material Bio-based carbon content ratio  =

植物由来の炭素原子数(●)
全炭素原子数(●+○)

ラインナップ 粘着力

テープ

植物由来原料を使用し
CO2排出量削減を可能にした両面テープ

植物由来の炭素原子
一定割合で放射性炭素が含まれる

ラインナップ以外の仕様も調整可能です。お問い合わせください 従来品と同等以上の性能を有します

石油由来の炭素原子
放射性炭素は残っていない

Conventional ConventionalBio-based Bio-based

50μm基材レステープ 50μmPETテープ 200μmフォームテープ

弊社従来品 バイオベース

バイオベーステープ

製品HP／お問合せ

Base Material Tape Thickness (μm)
10 30 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 900 1100

PET 
Single side ● ● ⃝ ⃝ ● ● ●

PET 
Double side ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Light-shield Black
PET Double side ● ● ● ● ●

Carrier-less ● ● ●

PE foam Type ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

石油由来の従来品
同等以上の粘着力・
保持力・曲面追従性

易加工性 ＋ 豊富な厚みの
ラインナップ

粘着剤バイオ率73%1

2

3

4

5

PET基材の
リサイクル比率
80%以上

石油由来品対比で
CO2排出量47%削減

LCA is calculated on 100µm 
PET tape

※The above data is a calculated value, not a measured value, so please use it as a reference value.

防水・防塵接着・粘着 防振・衝撃吸収

製品構成

離型PETフィルム 離型紙

離型PETフィルム
離型紙

粘着剤 粘着剤PET基材
フォーム基材粘着剤

粘着剤

Foam tapePET tape

Bio ratio 73％

Recycled PET

植物原料 石油原料 製品

石油石油
PetroPetro

燃焼

吸収

CO2製品

植物

CO
2
量
［
g/
m
2
］

石油ベーステープ
(弊社従来品)

バイオベーステープ バイオベーステープ(将来)

47% CO2削減

■ 180°ピール/SUS[N/mm]    　■ せん断引張[N/mm2]

弊社既存品 弊社従来品バイオベース バイオベース



使用方法イメージ

特　徴

用途例​

時間

製品HP／お問合せ

UV（Bステージ）＋湿気硬化型接着剤

フォトレック™B

接着剤

湿気硬化による高い接着力​

二段階の硬化により不透明材料にも対応 柔軟性に富み衝撃吸収が可能

Bステージ化により狙いの塗布形状を実現

遮光性に優れた
黒色タイプもラインナップ​

Bステージ化によるプロセス改善が可能な接着剤

■大型TVの固定 ■スマホの防水・固定 ■イヤホン部位防水・固定

防水性・耐衝撃性に優れる

■ウォッチ防水・固定

TP固定

防⽔
OLED

OLED 防水

TP固定

GAP保持接着・粘着 反射・遮光 防水・防塵 防振・衝撃吸収

1
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①塗布 ③貼り合わせ

B Stage​

④養生

25℃ 50%RH​　

⑤ 完成②UV照射

1,000mJ/cm2​

class Evaluation measuring method unit 一般 Photolec™B B-342-Y4-WS003 超柔軟 Photolec™B B-342-J2-WS003

基本
物性

主成分 Resin ー ー Urethane & Acryl
硬化系 Curing type ー ー UV & Moisture

Dispenshing ー ー Air or JET

色調 Color ー ー 半透明
粘度 Viscosity 25℃ 1rpm Pa・s/25℃ 150 70
チクソ値 Ti 1rpm/5rpm ー 2.5 2.5

破断伸び elongation at break dumbel % >900
破断強度 strength at break dumbel MPa 6 2
弾性率(E') Modulus of elasticity DMA 25℃ 1Hz MPa 15 1

硬化条件 Cure conditions

UV wavelength λ nm 365-405
UV intensity mW/cm2 ≦2000 (Recommendation=1000)

UV irradiation mJ/cm2  ≧1000 
Moisture time h 25℃ ×50%RH×24h

せん断接着力 Shear bond strength AL/Glass MPa 6 1.5
初期せん断接着力 Initial shear bond strength AL/Glass (2hr moisture cure) MPa 4.6 0.5

プロセス

状態

製品特徴

A stage 
  (液状) B stage (半固体 = テープ化)

アクリル光硬化

C stage (固体)

ウレタン湿気硬化

PHOTOLEC™ B

VS

PUR（反応性ホットメルト)

予熱不要
細線描画

仮固定
液垂れなし

高接着力
高信頼性

接
着
力

PHOTOLEC™ B PHOTOLEC™ B PHOTOLEC™ B PHOTOLEC™ B

ウレタン湿気硬化のみ
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各種特性​

用途例​

製品HP／お問合せ

グリース

1液性非硬化放熱グリス

GAシリーズ

非シリコーン系オイル使用で​
低分子シロキサンによる接点障害なし

取扱性や塗布性に優れ、
基板へのディスペンスも容易​

超低熱抵抗の実現​

薄層化可能
(放熱シート比較時)​

※ 1 熱線法

膜厚と熱抵抗の関係​

図：ディスペンスによる塗布例​ 図：印刷による塗布例​

※熱抵抗測定条件​　弊社製熱抵抗測定装置にて、サンプルサイズ：10×10mm、ヒーター発熱量：25W​
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GA200
GA204
GA401
GA690

接着・粘着 熱マネージメント
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項目  GA200 GA204 GA401 GA690 

熱伝導率※1 W/(m･k) 2.0 2.4 4.1 4.5 

外観 - ホワイト ホワイト グレー グレー 

ベース材料 - エステル系オイル エステル系オイル エステル系オイル エステル系オイル 

粘度 Pa･s 170 110 350 300 

比重 - 3.1 3.2 2.55 2.55

最小膜厚 μm 20 20 25 25 

溶剤 ｰ 無 無 無 含有 

使用温度範囲 ℃ -40 ～ 150 -40 ～ 150 -40 ～ 150 -40 ～ 150 

納入形態 ｰ 缶 or シリンジ 缶 or シリンジ 缶 or シリンジ 缶

単位
品番



各種特性​

特　徴

用途例​

多様な用途・ご要望に対応可能4

室温保管可能

硬化による反応副生物なし

低分子環状シロキサンを
非常に低いレベルで管理
(≦70ppm)

5

6

7

製品HP／お問合せ

グリース

２液性室温硬化型放熱グリス

CGW TMシリーズ​

※ 1 ASTM D5470　※ 2 粘度測定方法：ブルックフィールド回転粘度計​　

幅広い温度域で
物理特性・電気特性の安定性に優れる

柔軟性・粘着性により
密着性・追従性が高く、応力を緩和

追従性に優れた2液混合の
室温硬化型放熱グリス

シリンジ、ペール缶、
ドラム缶

納入形態​

Applied on  IC chip​ Dispense system​ Car electronics use​

硬化時間​

※図、表中の測定値は実測値であり、製品規格値ではありません。

硬化前の応力と圧縮後厚みの関係

混練後時間

25℃⇒24時間 

従来の放熱シートと同じ
安定した熱特性＆物性 

グリス状での塗布及び組立 

Dispensable

Curing 

Cured 

硬
化
挙
動

接着・粘着 熱マネージメント

特性項目 単位 CGW™-2 CGW™-3 CGW™-3LW CGW™-3.6 CGW™-4 CGW™-4.5 CGW™-6
色（A） - グリーン ブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ベージュ ブルー
色（B） - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト

熱伝導率※1 ASTM D5470 W/(m･K) 2 3 3 3.6 4 4.5 6
熱伝導率※2 ASTM D5470 W/(m･K) 3 3.5 3.5 4.5 5 5.5 8

硬さ 
Type E 25 30 30 20 25 30 25

Shore 00 50 55 55 40 50 55 50
比重 ｰ 2 2.8 2.2 2.9 3 3.2 3.4

混合前粘度（A) Pa･S 240 260 300 260 270 250 300※

混合前粘度 (B) Pa･S 220 240 280 230 250 250 280※

混合後粘度 Pa･S 230 250 290 260 260 250 290
ポットライフ Hour ≧2 ≧2 ≧2 ≧2 ≧2 ≧2 ≧2
硬化時間@25℃ Hour 24 24 24 24 24 24 24
体積抵抗値 Ω･cm ≧1010 ≧1010 ≧1010 ≧1010 ≧1010 ≧1010 ≧1010

絶縁破壊の強さ AC kV/mm ≧10 ≧10 ≧10 ≧10 ≧10 ≧10 ≧10
難燃性 ｰ V-0 V-0 V-0 V-0 V-0相当 V-0 V-0相当

使用温度範囲 ℃ -40～150 -40～150 -40～150 -40～150 -40～150 -40～150 -40～150
低分子環状シロキサン D4～ D10 ppm ≦70 ≦70 ≦70 ≦70 TBD ≦70 ≦70

Shelf Life month ≦6 ≦6 ≦6 ≦6 ≦6 ≦6 ≦6

1

2

3

Battery /DC-DC Converter

応力 [ N/mm2 ]
0.40.30.0

600
CGW™-2

CGW™-3

CGW™-3LW

CGW™-3.6

CGW™-4.5

CGW™-6
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400
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0
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測
定
時
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厚
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シート

特　徴

各種特性​

製品HP／お問合せ

用途例

荷重と圧縮率の関係測定時厚みと熱抵抗の関係

優れた圧縮性で実装時の
熱抵抗を効果的に低減

シリコーン放熱シート

低分子シロキサン含有量
70ppm以下​により
接点付近で使用可能

発熱素子への優れた密着性
熱対策設計に最適
（電子部品高低差への対応、
圧縮応力低減、設計公差吸収など）

TIMLIGHT™シリーズ
製品HP／お問合せ

6

熱マネージメント接着・粘着

特性項目 単位 TIMLIGHT™-1.5-S-01 TIMLIGHT™-3LW-S-01 TIMLIGHT™-5-S-01 FEATHER-E20 FEATHER-N25S PT-CUS AVAILY-S

色 ｰ イエロー ライトブルー レディッシュ
ブラック ブラック グレー ピンク ホワイト

構成 ｰ 2層 2層 2層 単層 2層 2層 2層
熱伝導率 ASTM D5470 W/(m･K) 1.5 3 5 1.4 1.6 2.2 2.2

硬さ Type E 8 25 20 20 9 12 10

Shore 00 20 40 50 45 25 30 25

比重 ｰ 1.85 2.2 3.1 1.8 2 2.85 2.85

体積抵抗値 Ω･cm ≧1010 ≧1010 ≧1010 ≧1010 ≧1010 ≧1010 ≧1010

絶縁破壊の強さ AC kV/mm ≧10 ≧10 ≧7 ≧10 ≧10 ≧10 ≧10

難燃性 UL94 V-0相当 V-0相当 V-0相当 V-0 V-0
<3.0t:V-1  　　　 
≧3.0t:V-0

<3.0t:V-1  　　　 
≧3.0t:V-0

標準厚み mm 0.5～3.0 1.0～ 1.0～3.0 0.2～ 0.5～ 0.5～ 0.5～
標準サイズ mm 200x200 200x200 200x200 200x200 200x200 200x200 200x200

使用温度範囲 ℃ -40～150 -40～150 -40～150 -40～150 -40～150 -40～150 -40～150

低分子環状シロキサン
 D4～ D10

ppm ≦70 ≦70 ≦70 ≦70 ≦70 ≦70 ≦70

1 3

2 4

図：凹凸への追従性​
手前：FEATHER-S3S​
奥：汎用放熱シート​

ヒートシンク等の
冷却体 

放熱シート
IC等の発熱体

厚み [ mm ] 応力 [ N/cm2]

0.5 00.8 1.0 101.3 1.5 20 301.8 2.0 40

TIMLIGHT™-1.5-S-01

FEATHER-N25S

TIMLIGHT™-3LW-S-01

PT-CUS

TIMLIGHT™-5-S-01

AVAILY-S

FEATHER-E20 TIMLIGHT™-1.5-S-01

FEATHER-N25S

TIMLIGHT™-3LW-S-01

PT-CUS

TIMLIGHT™-5-S-01

AVAILY-S

FEATHER-E20

7 70

5 50

4 40

3 30

2 20

1 10

0 0

60



各種特性​

シート

製品HP／お問合せ

荷重と圧縮率の関係測定時厚みと熱抵抗の関係

シリコーン放熱シート

TIMLIGHT™シリーズ

6

特性項目 単位 FALTO - C FEATHER - D6 PT- SS Ramiel - AP Pμ- Sx Pμ- Rx

色 ｰ ブルー ブラック グレー グレー ブラック ブラウン

構成 ｰ 単層 単層 単層 単層 単層 単層

熱伝導率
ASTM D5470 W/(m･K) 3.6 4.5 1.2 7 1.2 0.8

硬さ

Type E 25 40 70 27 30 20

Shore 00 50 60 ｰ 47 55 45

比重 ｰ 2.9 3.1 2.2 2.5 2.2 3.2

体積抵抗値 Ω･cm ≧1010 ≧1010 ≧1010 ≧1013 ≧1010 ≧1010

絶縁破壊の強さ AC kV/mm ≧10 ≧10 ≧21 ≧10 ≧10 ≧10

難燃性 UL94 V-0 V-0 V-0 V-1 V-0 V-0

標準厚み mm 1.0～ 0.5～ 0.2～ 0.5～3.0 0.5～ 0.5～

標準サイズ mm 200x200 210x210 200x200 100x100 200x200 200x200

使用温度範囲 ℃ -40～150 -40～150 -40～150 -40～130 -40～120 -40～120

低分子環状シロキサン
 D4～ D10 ppm ≦70 ≦70 ≦70 ≦70 ≦70 ≦70

複素非透磁率の実部　
μʼ@1MHz ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 2.2 10

厚み [ mm ] 応力 [ N/cm2]

0.5 00.8 1.0 101.3 1.5 20 301.8 2.0 40

7 70

5 50

4 40

3 30

2 20

1 10

0 0

60

FALTO-C FEATHER-D6 Pμ- SX Pμ- RX

熱マネージメント接着・粘着

FALTO-C FEATHER-D6 Pμ- SX Pμ- RX



特　徴

各種特性​

Design concept​

独自の磁場配向技術で
高熱伝導率を実現した
高熱伝導放熱シート

1

製品HP／お問合せ

図：炭素繊維の配向状況​

Magnetic field:7 Tesla​

･Not only high conductivity but 
also Flexibility of polymer​

| X// |​

| X// |<|X1|​

| X2 |

| X// |​

| X2 |

低分子環状シロキサンを
非常に低いレベルで管理
(≦70ppm)

柔軟で密着性・追従性が
高く、応力を緩和する

サイズ・形状・厚みは
ご要望に合わせて対応可

幅広い温度域で
物理特性・熱伝導性の
安定性に優れる

荷重と圧縮率の関係測定時厚み vs 熱抵抗

炭
素
繊
維
配
向
方
向

高熱伝導放熱シート

ＭＡＮＩＯＮ™シリーズ​
製品HP／お問合せ

※ 熱伝導率は ASTM D5470 に準拠し、20% 圧縮にて測定しております。

接着・粘着

42

53

Carbon fiber
X//：parallel​

Magnetic
anisotropy​
⊿X=X//-X1

X1:Vertical​

熱マネージメント

シート

特性項目 単位 MANION™35
(E20) MANION™50α MANION™-D5 MANION™-SCV MANION™-FR 

※開発品

熱伝導率
ASTM D5470

W/(m･K) 16 17 25 30 35

硬さ
Type E 20 50 22 30 30

Shore 00 50 75 45 55 60

比重 ｰ 2.4 2.4 1.9 1.8 2.2

絶縁破壊の強さ AC kV/mm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

難燃性 UL94 V-0 V-0 HB V-0 V-0相当

標準厚み mm 0.5～3.0 0.2～3.0 1.0～3.0 1.0～3.0 1.0～3.0

標準サイズ mm 130x130 140x140 125x125 135x135 120x120

使用温度範囲 ℃ -40～150 -40～150 -40～150 -40～150 -40～150

低分子環状シロキサン
D4～ D10

ppm ≦70 ≦70 ≦70 ≦70 ≦70

タック有無 ｰ 無 無 無 無 無

特性項目 単位 MANION™-ST MANION™-FR 
※開発品

MANION™-
HSTZ

熱伝導率
ASTM D5470

W/(m･K) 25 25 45

硬さ
Type E 40 60 60

Shore 00 65 80 80

比重 ｰ 2.1 2.3 2.1

絶縁破壊の強さ AC kV/mm <0.1 <0.1 <0.1

難燃性 UL94 V-0 V-0相当 TDB

標準厚み mm 0.2～0.3 0.15～0.3 0.2～0.4

標準サイズ mm 120x120 140x140 120x120

使用温度範囲 ℃ -40～150 -40～200 -40～180

低分子環状シロキサン
D4～ D10

ppm ≦70 ≦70 ≦70

タック有無 ｰ 無 無 無

厚み [ mm ]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

PT-12V

MANION™50

MANION™-ST

MANION™35(E20)

MANION™-D5

MANION™-SCV

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

応力 [ N/mm2 ]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

PT-UT

PT-12V

MANION™35(E20)

MANION™50

MANION™-D5

MANION™-SCV

MANION™-FR
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各種特性​

高熱伝導放熱シート

MANION™シリーズ

シート

製品HP／お問合せ接着・粘着熱マネージメント

単位
品番

特性項目 単位 PT-UT PT-12V

熱伝導率
ASTM D5470

W/(m･K) 6 12

硬さ

Type E 30 30

Shore 00 55 55

比重 ｰ 1.8 2.17

絶縁破壊の強さ AC kV/mm 1 <0.2

難燃性 UL94 V-0 V-0

標準厚み mm 0.5～3.0 0.3～3.0

標準サイズ mm
<2t:150x150
≧2t:140x140

<2t:150x150
≧2t:140x140

使用温度範囲 ℃ -40～150 -40～150

低分子環状シロキサン D4～ D10 ppm ≦70 ≦70

タック有無 ｰ 無 有

特性項目 単位 PT-12V-I-01　　　
※開発品

PT-12V-S-01　　　　　　
※開発品 PT-12V

特徴 - 片面フィルム付 メッシュ内蔵 -

熱抵抗値 ℃ ･in2/W
0.28

（0.5mmt）
0.14

（0.3mmt）
0.12

(0.5mmt）

絶縁破壊の強さ AC kV/mm 1.9 0.7 ＜0.2

引張強度 N
7.0

(2.0mmt)
20.0

(2.0mmt)
1.8

(2.0mmt)



製品HP／お問合せ

Pμシリーズ​

放熱電波吸収シート

電磁波制御熱マネージメント

特　徴

各種特性​

対象となる箇所に貼り付けるだけで、ノイズ対策が可能​

低分子シロキサン含有量70ppm以下。接点付近での使用が可能

１製品で熱・電磁波両方の対策が可能

用途例

熱抵抗比較​

各種ＩＣチップ上へ頒布 複数電子部品全体へ頒布

電波特性​

※1 ASTM D5470(荷重 20psi)​

熱抵抗測定条件​　弊社製熱抵抗測定装置にてサンプルサイズ
10mm×10mm×2mmt、ヒーター熱量4W
※図、表中の測定値は実測値であり、製品規格値ではありません。
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項目  Pμｰ SX Pμｰ RX 

外観 ー 

特徴 ー 両面粘着 両面粘着 

熱伝導率※1 W/(m･k) 1.2 0.8 

透磁率μ'
(@1MHZ) 

ー 2.2 10 

磁性損失μ"
(@1000MHZ) 

ー 0.7 4.4 

硬さ 
TypeE 30 20 

TypeOO 55 45 

比重 ー 2.2 3.2 

体積抵抗率 Ω･cm ≧1×1010 ≧1×1010 

絶縁破壊の
強さ 

AC kV/mm ≧10 ≧10 

難燃性 UL94 V-0 V-0 

厚み mm 0.5～ 0.5～ 

使用温度範囲 ℃ -40 ～ 120 -40 ～ 120 

単位
品番

シート



特　徴

用　途

フィルム

良好な埋込性

低伝送ロス3

4

ファインパターン対応 デラミ/基板反り抑制（低応力） 高埋込性/ボイド抑制

製品HP／お問合せ製品HP／お問合せ

ビルドアップフィルム：BUF

熱硬化型層間絶縁材

ラインナップ

プロセス

カバーフィルム

PETフィルム

ビルドアップフィルム
(t=25-100um)

ラミネート
＋PET除去

1 2 3 4 5キュア
＋ビア形成（レーザー）

薬液で表面エッチング 配線形成
露光＋現像＋めっき

Top層形成
（ソルダーレジスト）

BU 層

BU 層
X-Section

FLSの実現

基板反りの抑制

AI, Server, Switch, PC, etc.

Semi-Additive Process : SAP

FC-BGA

Schematic X-Sectional View of IC Package Substrates

Line Width / Space = 6.5 / 6.5 µm～ Pad Wall Cross-section Stress Simulation After Reflow X-Z Profile After Lamination

Stress Simulation After Reflow

void

平坦性悪化

低誘電・低伝送損失

For FCBGA For Embedded

NX04H NQ07XP QX03 EL series TC series HE series

HVM Sampling Development Development

Df @5.8GHz 0.009 0.0037 0.0023 ≦0.0025 0.0084 0.005

Dk @5.8GHz 3.3 3.3 3.3 ≦2.5 3.4 5

CTE 25-150℃ 24.5 27 17 17-23 13 20

Tg DMA 205 183 183 n.d. 206 170

Youngʼs modulus GPa 8 10.4 13.1 n.d. 12.3 20

Elongation % 2.4 2.6 2.9 n.d. 1.2 1.2

Tensile Strength MPa 100 105 110 n.d. 102 n.d.

Thermal Conductivity W/m K 0.46 0.46 0.62 n.d. n.d. 4

1

2
Build Up Film
25-100umt

カバーフィルム

PETフィルム

FCBGA

Schematic X-Sectional View of IC Package Substrates

Build Up Film

コア材
配線銅

ICチップ

PTH


